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�Packaging Electronic

Capitolul 1.2

Niveluri de ierarhizare în 
packagingul electronic

CapitolulCapitolul 1.1.22

Niveluri de ierarhizare Niveluri de ierarhizare îîn n 

packagingul electronicpackagingul electronic
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�Packaging Electronic

Ierarhizarea în packagingIerarhizarea în packaging



ELAN – Electronic Antreprenoriat
Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Iniţiativă în 

Industria Electronică

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

3

�Packaging Electronic

Abordarea modernă a 

concepţiei şi fabricaţiei 

de module/produse 

electronice implică 

luarea în considerare a 

unei palete largi de 

domenii şi discipline, 

aparent disjuncte, care 

contribuie în mod 

esenţial la realizarea 

unui modul/produs de 

calitate şi de fiabilitate 

ridicată. 
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�Packaging Electronic

Tipuri de capsuleTipuri de capsule
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�Packaging Electronic

Componente reale – inductoare, transformatoare 

şi relee THD şi SMD

Componente reale – inductoare, transformatoare 

şi relee THD şi SMD
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�Packaging ElectronicComponente reale – condensatoare THD şi SMDComponente reale – condensatoare THD şi SMD
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�Packaging Electronic

Parametri importanți ai circuitelor integrateParametri importanți ai circuitelor integrate

>5000350020001500750500Nr. de intrări/ieșiri

1,51,51,52,22,23,3Pentru produse portabile

1,51,52,22,23,35Pentru produse desktop

Tensiune de alimentare (V)

444443Pentru produse portabile

40 -

200

40 -

120

40301510Pentru produse de 

performanță mare

Putere maximă (W/capsulă)

2300M600M220M100M40M10MTranzistoare

100M10M5M2M800k300kPorţi/chip

0,050,120,180,250,350,5Dimensiune (µm)

200820042001199819951992
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�Packaging Electronic

Comparaţie între componentele electronice utilizate în packagingComparaţie între componentele electronice utilizate în packaging

5 x 5               16 x 16             25 x 25           36 x 36

20                       64                   100      144

64                     500                 1600        3600

312                     128                   625        600 

80 / 25 50 / 50 25 / 25 40 x 40

2,54 0,3...0,5 0,5...1 0,5...0,6

Dim. chip (mm X mm)

Perimetru chip (mm)

Nr. de intrări/ieșiri

Dist. între pad-uri (µm)

Dim. capsulă (mm)

Dist. dintre term. (mm)

Vedere de sus (“top”) a 
capsulei şi modul de 
conectare a chip-ului la 
capsulă

Vedere laterală (în 
secţiune) şi modul de

conectare a capsulei la 
placă (PCB)

DIP            QFP           CSP        FC    Capsulă
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�Packaging Electronic

Comparaţie între componentele electronice utilizate în packagingComparaţie între componentele electronice utilizate în packaging

25                   256                   625                  1296

2,0                     0,5                  < 0,25               < 0,125

30k                   300k                  2M                    10M

5                       80                 320            > 1,5 GHz

0,5                     7,5                        30    120

Arie chip (mm2)

Tehnologie Si (µm)

Porţi/chip

Frecvența max. (MHz)

Puterea disipată (W)

Vedere de sus (“top”) a 
capsulei şi modul de 
conectare a chip-ului la 
capsulă

Vedere laterală (în 
secţiune) şi modul de

conectare a capsulei la 
placă (PCB)

DIP            QFP           CSP        FC    Capsulă
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�Packaging Electronic

Comparaţie între componentele electronice utilizate în packagingComparaţie între componentele electronice utilizate în packaging

2,9                         4,8                          9,3    2,0

0,024                         0,3                           4,8                           9,8

5                         3,3                           2,2                           1,5

0,1                         2,3                         13,6                            80   

1,6                       11,5                        11,08                      31,43

Dens. de putere chip (W / cm2)

Dens. de put. capsulă (W/cm2)

Tensiune de alimentare (V)

Curent de alimentare (A)

Densitate de curent pe 
terminale (A / mm2)

Vedere de sus (“top”) a 
capsulei şi modul de 
conectare a chip-ului la 
capsulă

Vedere laterală (în 
secţiune) şi modul de

conectare a capsulei la 
placă (PCB)

DIP            QFP           CSP        FC    Capsulă



ELAN – Electronic Antreprenoriat
Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Iniţiativă în 

Industria Electronică

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

11

�Packaging Electronic

Comparaţie între dezvoltarea diferitelor industrii mondialeComparaţie între dezvoltarea diferitelor industrii mondiale
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�Packaging Electronic

Aspecte de packaging electronic într-un telefon mobilAspecte de packaging electronic într-un telefon mobil
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�Packaging Electronic

Diferite configuraţii de 
package-uri electronice în 

domeniile calculatoarelor/IT, 
telefoanelor mobile şi 

automobilelor

Diferite configuraţii de 
package-uri electronice în 

domeniile calculatoarelor/IT, 
telefoanelor mobile şi 

automobilelor



ELAN – Electronic Antreprenoriat
Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Iniţiativă în 

Industria Electronică

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

14

�Packaging ElectronicExemple de componente şi module electroniceExemple de componente şi module electronice
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�Packaging Electronic

Exemple de componente, module şi sisteme electroniceExemple de componente, module şi sisteme electronice
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�Packaging Electronic

Sistem electronic divizat în module şi zone de complexitate mai redusăSistem electronic divizat în module şi zone de complexitate mai redusă


